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(54) Verfahren zur elektrischen Isolation eines Substrats für ein Leistungsmodul

(57) Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur in-
neren elektrischen Isolation eines Substrats eines Lei-
stungshalbleitermodul mit einem rahmenartigen isolie-
renden Gehäuse mit Deckel und mit einem isolierenden
Substrat. Das Substrat weist Leiterbahnen und hierauf
angeordnete Leistungshalbleiterbauelemente auf. Die
Leistungshalbleiterbauelemente sind mit Anschlussele-
menten, weiteren Leiterbahnen oder Leistungshalblei-
terbauelementen (30) mittels Bondverbindungen ver-

bunden Das Verfahren ist gekennzeichnet durch die
Schritte: a) Ausbilden des Substrats; b) Überziehen des
Substrats mit einer zähflüssigen dielektrischen Isolati-
onsmasse in einem Gießverfahren oder Tauchverfahren;
c) Einleiten der Vernetzung der Isolationsmasse; d) In
hängender Position des Substrats abtropfen von über-
schüssiger Isolationsmasse und sicherem Umhüllt der
Bondverbindungen mit Isolationsmasse; e) Anordnen
des Substrats in dem Gehäuse des Leistungshalbleiter-
moduls.
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